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“电子背散射衍射分析方法通则”标准
陈家光 ,　范朝晖 ,　林良道

(上海宝钢股份公司研究院 ,　上海　201900)

摘　要 : 本文扼要介绍我国及国际微束分析标准化组织 ,我国“电子背散射衍射分析方法通则”国

家标准 ( GB /T1950122004)概况、以及基于该标准由我国主导起草并经 ISO批准立项的“电子背散

射衍射分析方法通则”( ISO /WD 24173)目前的进展。
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Abstract: This paper briefly introduces the national organization and the International O rganization for

Standardization ( ISO ) on M icrobeam Analysis. The national standard Guideline for Electron Backscat2
tered D iffraction Analysis ( GB /T1950122004) is also recommended as well as the working draft of the fu2
ture international standard Guideline for Electron Backscattered D iffraction Analysis ( ISO /WD 24173 )

which is based on this national standard and was formally perm itted to carry on by ISO in 2005.
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　　电子背散射衍射 ( EBSD )分析技术创始于八十

年代后期 ,九十年代初开始商品化 ,宝钢于 1995年

引进电子背散射衍射附件安装在电子探针上 ,由于

该技术具有快速简便、精度高和廉价等优点 ,近年来

得到迅猛发展 ,在材料科学、冶金学、地质学等领域已

得到普遍应用 [ 1 - 8 ]。1999年我们通过对国内、外的标

准联机检索 ,发现当时国内、外尚无有关电子背散射

衍射分析方法的文字标准及实物标准。由于没有分

析方法的标准可遵循 ,只能按设备生产厂商的操作说

明进行分析 ,分析方法和分析结果的表述缺乏统一的

标准加以规范 ,这对于推动 EBSD这项新兴技术在国

内、外的发展和应用是不利的。因此 ,我国制订电子

背散射衍射分析方法国家标准并起草了国际标准。

1　微束分析标准化组织

我国是国际上最早开展微束分析标准化的国

家 , 1984年成立了全国电子探针标准样品标准化技

术委员会 , 1995年改名为全国微束分析标准化技术

委员会 ( TC38) ,主要任务是制定、审查国家微束分

析的文字标准和实物标准 ,参与国际微束分析标准

的制定和讨论 ,目前全国微束分析标准化技术委员

会 ( TC38)秘书处设在中科院化学所。我国已经发

布了 28项微束分析文字标准 ,其中 4项是有关 TEM

分析标准 , 23项是有关 EPMA / SEM / EDS分析标

准 ,一项 EBSD分析方法标准。28项微束分析文字

标准涉及分析方法、样品及标样制备方法等 ,是电子

束显微分析的重要依据。TC38下设两个分技术委

员会 ,全国微束分析标准化技术委员会电子探针和

扫描电镜分技术委员会 ( TC38 /SC1)秘书处设在宝

钢 , TC38 /SC2是表面分会。

ISO /TC202是 1991年由中国向国际标准化组

织 ( ISO)提议建立的国际标准化组织微束分析技术
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委员会 ,在申请过程中展示了我国电子探针近百种

标准样品和十余份国家文字标准 ,经我国标准局多

方说明沟通 ,最后才得以通过 ,其秘书处设在北京。

TC202是我国在国际标准化组织中承担的第一个 ,

而且是涉及高技术领域的技术委员会 ,也是 ISO中

唯一一个由发展中国家提议建立、负责秘书国并任

主席和秘书的技术委员会。1990年 ISO战略转移

至高新技术标准化 , ISO高新技术委员会的排号是

从 201开始 , TC202与 TC201 (表面分析 )是同时批

准和成立的兄弟技术委员会。 ISO /TC 202每年组

织召开一次国际会议 ,负责制定、讨论微束分析国际

标准。其工作受到中国、美国、英国、法国、俄国、日

本、和南非等国家的高度重视。目前 ISO /TC202下

设 4个分技术委员会和 3个独立工作组 , TC202 /SC1

术语、TC202 /SC2电子探针、TC202 /SC3分析电子显

微学、TC202 /SC4扫描电子显微学 ,直属工作组

TC202 /W G1数据处理和管理、TC202 /W G5能谱、

TC202 /W G6电子背散射衍射。

2　国家标准 GB /T 1950122004

1999年宝钢提出“电子背散射衍射分析方法通

则”国家文字标准制订的申请 ,经全国微束分析标准

化委员会的评审 ,报国家质量技术监督局批准于

2000年立项 ,纳入国家文字标准的制定项目。该标

准草案多次征求有关的专家意见 ,几经修改后形成

讨论稿 , 2003年在全国微束分析标准化技术委员会

电子探针和扫描电镜分技术委员会上通过专家的评

审 ,形成报批稿经全国微束分析标准化技术委员会

秘书处上报国家标准化管理委员会 ,再经专家审查、

修改及批准出版 ,“电子背散射衍射分析方法通

则”———GB /T1950122004国家标准于 2004年发布、

实施。该标准规定电子背散射衍射一般通用的分析

方法 ,标准由前言、范围、规范性引用文件、术语和定

义、试验方法、分析结果发布及参考文献 7部分组

成。作为分析方法通则 ,标准的内容比较简要 ,没有

包含近几年电子背散射衍射分析技术的新进展。

3　国际标准 ISO /WD 24173的制订

2004年我们在国家标准基础上 ,主导起草国际

标准草案 ,作为提案人 2005年 3月向 ISO /TC202微

束分析标准化技术委员会提出立项申请 ,经 ISO /

TC202的全体 P成员国投票 ,一致同意立项 ,秘书处

报 ISO总部批准 ,“电子背散射衍射分析方法通则”

标准的批准号为 ISO 24173, 2005年在意大利召开

的第十二次 ISO /TC202微束分析标准化会议上 ,全

体代表讨论同意在 TC202下新成立一个独立工作

组———W G6,中国作为 ISO 24173召集人 ,成立了由

中国、美国、英国、法国、日本及南非等 P成员国参加

的专家组。2005年 8月在北戴河召开的国内首届

EBSD学术交流会上 ,我们又邀请到国内电子背散射

衍射专家刘庆教授、杨平教授和金振民教授作为

W G6专家组成员。

根据 ISO项目管理有关规定 ,一项国际标准从

提出立项申请到正式国际标准出版要经历表 1中所

列各个阶段 ,标准文本要广泛征求各方面意见 ,并要

技术委员会 P成员国投票通过 ,一般国际标准从提

出到出版大约需要经历 3年多时间。

表 1　项目阶段及有关文件

项目阶段
相关文件

名称 缩写

预备阶段 预备工作项目 PW 1

提案阶段 新工作项目提案 NP

准备阶段 工作草案 WD

委员会阶段 委员会草案 CD

征询意见阶段 征询意见草案 ISO /D IS

IEC /CDV

批准阶段 最终国际标准草案 FD IS

出版阶段 国际标准 ISO、IEC或 ISO / IEC

　　由我国起草的“电子背散射衍射分析方法通

则”标准目前是 2nd WD (工作草案 )阶段 ,该标准已

经两次征求国内外专家意见 ,经过修改后目前正准

备向秘书处申请进入 CD (委员会草案 )阶段。 ISO /

WD 24173是在我国国家标准 GB /T 1950122004基

础上起草的 ,初稿起草时就注意标准的适用性与可

操作性 ,标准的条款将近扩充了一倍 ,此外还增加

EBSD样品制备方法及 EBSD取向分析不确定的评

定两个附件。
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9. 会议名称 : 第二届农业上生物安全会议

主办单位 : 中国植保学会

会议内容 : 以转基因生物为主题开展交流

10. 会议名称 : 农作物重大病虫害监测预警技术研究

主办单位 : 中国植保学会

会议内容 : 交流农作物重大病虫害监测预警技术和经验及今后的工作设想

11. 会议名称 : 钱学森系统科学思想研讨会暨系统科学与系统工程学术交流会

主办单位 : 中国系统工程学会

会议内容 : 由部分系统科学、系统工程以及相关领域的老科学家、专家、学者畅谈钱学森学术思想 ,

以及对我国系统科学与系统工程领域做出的贡献。报告系统科学思想在各领域中研究

的进展。由《钱学森系统科学丛书》的撰稿作者作学术报告。 (丛书由四本组成 ,前三本

是钱老本人的著作 ,第四本为《钱学森系统科学研讨文集》。该文集将有代表性的反映

国内外对钱学森系统科学思想的论述。)

12. 会议名称 : 中国宇航学会首届学术年会

主办单位 : 中国宇航学会

会议内容 : 大会将围绕现阶段中国航天发展任务、战略展开学术研讨。


